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(57)  Beschrieben werden eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Erfassung der Temperatur eines Kochge-
fales (25), das auf einer Kochplatte eines Warmegera-
tes, beispielsweise auf der Glaskeramikplatte (2) eines
induktiven Kochherdes (1), im Bereich einer Heizzone
(3) aufgestellt ist. Im Bereich der Heizzone (3) ist auf
der Oberseite der Kochplatte mindestens ein, beispiels-
weise durch eine Farbschicht gebildetes, flaches Mel3-
element (15, 16, 17) angebracht, dessen Oberseite (18,
19, 20) bei Aufstellen des Kochgefalies (25) in flachi-

Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung der Temperatur eines Kochgefasses

gem Berlhrungskontakt mit dem KochgefaRboden (26)
tritt. Dadurch gleicht sich die Temperatur des Mel3ele-
mentes (15, 16, 17) durch Warmeleitung der Kochge-
faBtemperatur zuverlassig an, so dal} durch Bestim-
mung der MeRelementtemperatur die Kochgefafitem-
peratur bestimmbar ist. Das Meflelement (15, 16, 17)
kann als Referenzmef¥flache zur Infrarottemperatur-
messung durch die Kochplatte hindurch genutzt wer-
den, wobei die Genauigkeit der Temperaturmessung
unabhangig ist von der Emissionsfahigkeit des aufge-
stellten Kochgefales (25).
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Beschreibung
Anwendungsgebiet und Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine
Vorrichtung zur Erfassung der Temperatur eines Koch-
gefalles gemal dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und
9 sowie Anspruchs 10. Das Kochgefall wird vorteilhaft
auf eine Koch- oder Heizplatte, beispielsweise eine
Glaskeramikplatte, eines vorzugsweise elektrisch be-
triebenen Warmegerates im Bereich einer Heizzone
des Warmegerates aufgestellt.

[0002] Zum Erhitzen von Speisen und anderem Er-
warmungsgut beim Kochen, Braten, Fritieren o. dgl.
werden heutzutage haufig Warmegerate mit in der Re-
gel aus Glaskeramikwerkstoff bestehenden Kochplat-
ten eingesetzt, auf denen eine oder mehrere Koch- oder
Heizzonen definiert sind, die jeweils durch unterhalb der
Kochplatte angeordnete Heizeinrichtungen beheizbar
sind. Die Heizeinrichtungen kénnen beispielsweise in
Form elektrischer Strahlungsheizkérper oder in Form
von Induktionseinrichtungen mit einer oder mehreren
Induktionsspulen zum induktiven Beheizen der auf der
zugeordneten Kochzone aufgestellten Kochgefalle
ausgebildet sein.

[0003] Beiden meisten der herkdmmlichen Kochher-
de wird ein Kochvorgang gesteuert, indem mittels eines
der Kochzone zugeordneten Bedienelementes eine fiir
den gewinschten Kochvorgang geeignete Leistungs-
stufe der Kochzone voreingestellt und der Kochvorgang
dann von einem Bediener tiberwacht wird. Die Qualitat
des Kochergebnisses hangt dabei wesentlich von der
Erfahrung des Bedieners ab, wobei in der Regel keine
genaue Erfassung der Temperatur des Kochgefalles
oder des darin enthaltenen Erwdrmungsgutes durchge-
fuhrt wird.

[0004] Es sind auch schon automatische Kochsyste-
me vorgeschlagen worden, die eine mehr oder weniger
genaue Temperaturerfassung der aufgestellten Koch-
gefalle ermdglichen, um beispielsweise ein automati-
sches, durch die Temperaturerfassung gesteuertes Ko-
chen zuzulassen. Bei einem bekannten System werden
spezielle Kochgefée verwendet, bei denen seitlich we-
nig oberhalb der Kochgefal3-Bodenflache eine schwar-
ze Farbmarkierung angebracht ist. Durch einen von der
Seite auf diese Farbmarkierung gerichteten Infrarotsen-
sor kann das von der Farbmarkierung abgestrahlte
Strahlungsspektrum erfal3t und daraus die Temperatur
des Kochgeféales abgeleitet werden. Der MeRwert kann
zur Steuerung der der Kochzone zugeordneten Heizein-
richtung benutzt werden, um beispielsweise bei einer
Uberhitzung die Heizleistung der zugeordneten Heiz-
einrichtung herunterzufahren oder die Kochstelle abzu-
schalten. Das Kochsystem erfordert spezielle, mit ent-
sprechenden Farbmarkierungen ausgestattete Koch-
gefalle. Wird auf Farbmarkierungen verzichtet, so steht
man vor dem Problem, daf} in der Regel die bzgl. ihrer
Warmeabstrahlung beobachteten Oberflachenbereiche
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des Kochgefalies in Struktur und Farbe unterschiedlich
sind, so daf sich die Oberflachenemissionsfahigkeit in
unkontrollierbarer Weise andern kann, was eine unge-
naue Messung zur Folge hat. Zudem ergeben sich
durch die seitliche KochgefalRbeobachtung in der Regel
Einschrankungen hinsichtlich der Aufstellung und
Handhabung der auf der Kochplatte aufgestellten Koch-
gefale.

Aufgabe und Lésung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Erfassung der
Temperatur von auf Kochplatten aufgestellten Kochge-
faRen zu schaffen, die die Nachteile des Standes der
Technik vermeiden. Insbesondere soll ohne Einschran-
kung bei der Handhabung der Kochgefalie eine genaue
Temperaturerfassung ermdglicht werden.

[0006] Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Erfin-
dung eine Vorrichtung mitden Merkmalen von Anspruch
1 und 9 sowie ein Verfahren mit den Merkmalen von An-
spruch 10 vor. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den
abhangigen Anspriichen angegeben. Der Wortlaut
samtlicher Anspriche wird durch ausdrickliche Bezug-
nahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht.

[0007] Erfindungsgemal istim Bereich einer zu lber-
wachenden Heizzone auf der dem aufgestellten Koch-
gefall zugewandten Oberseite der Kochplatte minde-
stens ein flaches Melielement vorgesehen, das eine
dem Boden eines aufzustellenden Kochgefalles zuge-
wandte und zum Beruhrungskontakt mit dem Boden des
Kochgefales vorgesehene Oberseite hat, deren Flache
normalerweise einen Bruchteil der Gesamtflache der
zugeordneten Heizzone entspricht. Die Temperatur die-
ses MeRelementes wird bestimmt, wozu in der Regel
mindestens ein Sensor zur Erfassung der Temperatur
des Melelementes vorgesehen ist. Da das Melele-
ment so ausgebildet ist, dal} der normalerweise weitge-
hend ebene oder leicht gewdlbte Boden eines aufge-
stellten  Kochgefédles unter Einwirkung des
Kochgefalgewichtes groRflachig auf das MeRelement
aufgedriickt wird, stellt sich die Temperatur des Melele-
mentes aufgrund von Warmeleitung in der Regel schnell
auf die Temperatur des KochgefalRbodens ein. Um eine
schnelle, zuverlassige Temperaturangleichung zu ge-
wahrleisten, besteht das MeRRelement zweckmalig aus
einem gut warmeleitenden Material und hat eine gerin-
ge Warmekapazitat. Daruber hinaus ist eine gewisse
Verschleil’festigkeit bzw. Kratzfestigkeit oder Abriebs-
festigkeit vorteilhaft, damit auch nach langjahrigem Be-
trieb keine verschleiBbedingten Funktionsbeeintrachti-
gungen zu befiirchten sind. Durch die Bereitstellung
mindestens eines hinsichtlich seiner Eigenschaften de-
finierten MeRelementes im Bereich der Heizzone wird
eine genaue Temperaturmessung am Kochgefall még-
lich, solange dieses so aufgestellt wird, dal ein hinrei-
chend guter BerGihrungskontakt zum MeRelement be-
steht. Die Messung kann in diesem Fall weitgehend un-
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abhangig von anderen Eigenschaften des Kochgefalles
sein, beispielsweise von der Warmeabstrahlfahigkeit
seiner Oberflache. Durch erfindungsgemafle Melele-
mente werden weitgehend normierte MeRstellen fur die
temperaturgenaue Ermittlung der KochgefaRtempera-
tur im Bodenbereich des Kochgeféles geschaffen.
[0008] Besonders bevorzugt sind Weiterbildungen,
bei denen die Bestimmung der Temperatur des Mef3ele-
mentes von unten durch die Kochplatte hindurch erfolgt.
Dadurch wird es mdéglich, Einrichtungen zur Tempera-
turerfassung der aullen liegenden Mefielemente bei-
spielsweise im weitgehend hermetisch abgedichteten
Raum unterhalb der Glaskeramikplatte einer Kochmul-
de geschutzt unterzubringen. Auf Leitungen oder der-
gleichen, die auf der Plattenoberseite zum Melelement
fihren, kann verzichtet werden. Beispielsweise kann di-
rekt unterhalb eines MeRelementes an der Innenseite
der Kochplatte ein MeRwiderstandselement beispiels-
weise durch Aufdrucken angebracht sein, mit dem unter
Ausnutzung der Warmeleitung durch die Kochplatte die
MefRelementtemperatur bestimmt werden kann. Insbe-
sondere kann aber unterhalb der Kochplatte, ggf. im Ab-
stand zu dieser, mindestens ein Infrarotsensor angeord-
net sein, mit dessen Hilfe die Temperatur der kochplat-
tenzugewandten Unterseite des MeRelementes erfalit
werden kann. Das Material der Kochplatte sollte in die-
sem Fall eine ausreichende Durchlassigkeit bzw. Trans-
mission fir die zur Messung verwendete Warmestrah-
lung aufweisen. Da die Melelementunterseite unab-
héngig von den Kochgeféleigenschaften eine von der
Art des MeRelementes und ggf. der Kochplattenoberfla-
che bestimmte, definierte Emissionsfahigkeit fur War-
mestrahlung hat, kann ein derartiges System mit jeder
Art von KochgefaRen genau arbeiten, ohne dalR am
Kochgefalt selbst besondere Vorkehrungen zur Siche-
rung einer bestimmten Abstrahlfédhigkeit vorgenommen
werden missen. Dadurch kénnen Nutzer derartiger Sy-
steme ohne besondere Investitionen bei der Anschaf-
fung von Kochgefalien die Vorteile einer Temperatur-
messung mittels Infrarotsensoren nutzen.

[0009] Ein MeRelementkann beispielsweise durch ei-
ne auf die Oberseite der Kochplatte selbsthaftend auf-
gebrachte Materialschicht gebildet sein, beispielsweise
durch eine in einem Dunnschichtverfahren oder Dick-
schichtverfahren aufgebrachte Materialschicht, insbe-
sondere eine temperaturbestéandige Farbschicht. Hier-
durch kann eine besonders gute Haftung des Melele-
mentes auf der Kochplattenoberseite erreicht werden,
zudem kdnnen Form und/oder Dicke des MeRelemen-
tes durch die Verfahrensfiihrung bei der Beschichtung
auf einfache Weise an das gewiinschte MeRelementde-
sign angepalt werden. Beispielsweise kdnnen geeig-
nete Farbschichten verwendet werden, wie sie auch bei
der Ublichen Dekorierung von Glaskeramikoberflachen
verwendet werden. Der Auftrag kann im selben Verfah-
rensschritt erfolgen. Bei Bedarf kénnen Metallpartikel
zugemischt werden.

[0010] Alternativ oder zusatzlich ist es auch mdglich,
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dal mindestens ein MelRelement durch ein gesondertes
Materialstlick, beispielsweise ein Stlick einer Metall-
folie, gebildet wird, das mit Hilfe geeigneter Befesti-
gungsmittel, beispielsweise durch Kleben, auf der
Kochplattenoberseite befestigt werden kann. Dabei ist
besonders im Falle der Infrarot-Temperaturmessung
von der Unterseite der Kochplatte auf eine ausreichen-
de Emissionsfahigkeit und/oder Warmestrahlungs-
transparenz des Klebermaterials zu achten.

[0011] Zur Sicherstellung eines ausreichenden, mdég-
lichst groRflachigen Berlhrungskontaktes zwischen
MeRelement und Kochgefalunterseite ist es zweckma-
Rig, wenn die Oberseite des MeRelementes die Ober-
seite der Kochplatte geringfiigig tberragt, also gegen-
Uber der Kochplattenoberseite erhaben ist. Hierbei sind
geringe Uberstandshdhen von weniger als ca. 0,2 mm
bevorzugt, um die Hohe eines ggf. entstehenden Luft-
spaltes zwischen Kochplattenoberseite und Kochgefa-
Runterseite gering zu halten. ZweckmaRig liegen die
Uberstandshdhen zwischen ca. 0,05 mm und ca. 0,2
mm, insbesondere bei ca. 0,1 mm.

[0012] Weiterhin kann es zweckmafig, sein, wenn im
Bereich der Kochzone mehrere, mit lateralem Abstand
zueinander angeordnete MeRelemente vorgesehen
sind, wodurch sichergestellt werden kann, daf3 auch bei
KochgefaRgrofien, die nicht optimal fiir die GroRe der
Kochzone geeignet sind, immer mindestens ein
MeRelement genaue TemperaturmelRwerte liefert. Be-
vorzugt ist eine Dreiecksanordnung von drei normaler-
weise idenitschen Mefielementen, durch die sicherge-
stellt werden kann, daf} ein Kochgefal® ausreichender
Bodenflache auf drei Punkten kippsicher abgestutzt ist
und nicht wackeln kann. Um zu vermeiden, dal} ein auf-
gestellter Topf o. dgl. sich beim Rihren nicht um eine
durch ein MeRRelement gebildete Abstultzflache dreht, ist
es vorteilhaft, wenn sich kein MefRelement im Zentral-
bereich der Heizzone befindet. In der Regel wird eine
Anordnung von mehreren MeRelementen auf einem
Kreis vorteilhaft sein, dessen Durchmesser geringfiigig
kleiner oder etwa gleich dem Durchmesser typischer,
auf der entsprechenden Heizzone aufzustellender
Kochgefale entspricht, so dal eine Abstlitzung im au-
Reren Randbereich eines KochgefalRbodens gewahrlei-
stet ist.

[0013] Die Erfindung, die bei bevorzugten Ausfih-
rungsformen eine oder mehrere Referenzmelfiflachen
zur Infrarottemperaturmessung vom Inneren einer
Glaskeramikkochmulde heraus vorschlagt, betrifft auch
Warmegerate, die mit einer erfindungsgemafen Tem-
peraturerfassungseinrichtung ausgestattet sind, insbe-
sondere Elektrowarmegerate. Sie ist besonders fir den
Einsatz bei Induktionskochstellen vorteilhaft, bei denen
die Warme zur Beheizung aufgestellter Kochgefalle im
Wandmaterial des Kochgefalies selbst, insbesondere
im KochgefalRboden, durch induktiv erzeugte Wirbel-
strédme erfolgt. Besonders bei derartigen Elektrowarme-
geraten ist die genaue Ermittlung der Kochgefaltempe-
ratur natzlich, da eine indirekte Temperaturiiberwa-
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chung, beispielsweise durch Uberwachung der Koch-
plattentemperatur, ungenau sein kann, weil ggf. groRe
Temperaturunterschiede zwischen Kochplatte und
Kochgefal existieren. Induktive Kochsysteme sind ge-
genlber ebenfalls mdglichen Strahlungsheizungssy-
stemen auch deshalb besonders geeignet, weil bei
Strahlungsheizungssystemen normalerweise das min-
destens eine Meflielement direkt von unten durch War-
mestrahlung aufgeheizt wird, so da sich ggf. Tempe-
raturunterschiede zur Kochgefaltemperatur ergeben
kénnen. Weiterhin ist es bei induktiven Kochsystemen
in der Regel einfacher, unterhalb der Kochplatte, bei-
spielsweise in der Nahe einer Induktionsspule, eine
oder mehrere warmeempfindliche Infrarotsensoren ge-
schitzt anzubringen, da in diesem Bereich im Vergleich
zu Strahlungsheizungssystemen normalerweise deut-
lich niedrigere Temperaturen herrschen, was die Funk-
tionsfahigkeit und Lebensdauer von Infrarotsensoren
verbessern kann.

[0014] Zudem kann beiinduktiven Systemen das Ma-
terial der Kochplatte so gewahlt werden, dal} es beson-
ders im Temperaturbereich typischer Topfbodentempe-
raturen, die normalerweise beim Kochen unterhalb von
ca. 140° liegen und beispielsweise beim Fritieren bei
maximal 250°C bis 300°C liegen kénnen, flr die ent-
sprechende Warmestrahlung besonders durchlassig
ist. Eine Transmissionsfahigkeit bei hdheren Tempera-
turen, also bei kiirzeren Wellenldangen der Warmestrah-
lung, wie sie beispielsweise flir Glaskeramikplatten bei
Strahlungsheizungssystemen erforderlich ist, ist nicht
unbedingt notwendig, so dall das Kochplattenmaterial
hinsichtlich seiner Transmissionseigenschaften optimal
auf die Erfordernisse bei der Temperaturerfassung ab-
gestimmt werden kann.

[0015] Diese und weitere Merkmale gehen auf3er aus
den Anspriichen auch aus der Beschreibung und den
Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale je-
weils fir sich allein oder zu mehreren in Form von Un-
terkombinationen bei einer Ausfliihrungsform der Erfin-
dung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und
vorteilhafte sowie fur sich schutzfahige Ausfiihrungen
darstellen kénnen.

Kurzbechreibung der Zeichnungen

[0016] Ein Ausflhrungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden na-
her erlautert. Die erste Zeichnungsfigur Fig. 1 zeigt in
schematischer Darstellung eine bevorzugte Ausfiih-
rungsform einer erfindungsgemafen Temperaturerfas-
sungsvorrichtung, die bei einer Induktionskochstelle
eingebaut ist. Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Induk-
tionskochstelle auf Fig. 1.

Detaillierte Beschreibung des Ausfiihrungsbei-
spiels

[0017] Der schematische Vertikalschnitt der Fig. 1
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zeigt einen Ausschnitt eines elektrischen Kochherdes,
dessen Oberseite bzw. Arbeitsflache durch eine hori-
zontale Glaskeramikplatte 2 definiert wird, die eine ein-
zige oder mehrere im Abstand voneinander liegende
Kochstellen bzw. Koch- oder Heizzonen 3 aufweisen
kann. Die fir die einzelnen Heizzonen vorgesehenen
Heizeinrichtungen 4 sind gegenuber der Innenseite
bzw. Unterseite 5 der Platte 2 angeordnet und werden
bei dem gezeigten, induktiven Elektrowdrmegerat durch
im gezeigten Beispiel mehrwindige, ebene Induktions-
spulen 6 gebildet, die jeweils mit geringem Abstand un-
terhalb der Glaskeramikplatte 2 befestigt sind. Die bei-
spielhaft gezeigte Induktionsspule 6 ist an einen nicht
dargestellten Hochfrequenzgenerator des Kochgerates
angeschlossen. Im radial au3eren Bereich der ebenen
Induktionsspule 6 sind in ihrem plattenzugewandten Be-
reich zylindrische und sich nach unten trichterférmig er-
weiternde Warmeabschirmungen 7 befestigt, die daflr
sorgen, dal® im Inneren sowie unterhalb der Abschir-
mung 7 das durch die Spule 6 erzeugte elektromagne-
tische Wechselfeld stark abgeschwacht ist und vom Be-
reich der Platte 2 nach unten strahlende Warme weit-
gehend abgeschirmt ist.

[0018] Im abgeschirmten Bereich sind mit Sichtkon-
takt zur Plattenunterseite 5 schematisch dargestellte In-
frarotsensoren 8, beispielsweise mit einer infrarotemp-
findlichen Diode, angeordnet, die an eine Auswerteelek-
tronik 9 zur Verarbeitung des durch die Infrarotsensoren
bereitgestellten Spannungssignale angeschlossen
sind. Die Auswerteelektronik 9 kann auf einer Leiterplat-
te angeordnet sein, die im hermetisch abgeschlossenen
Raum unterhalb der Glaskeramikplatte 2 befestigt ist
und die elektronischen Bauteile einer elektronischen
Steuereinrichtung fur das Elektrogerat 1 tragt.

[0019] Die Form und GroRe der der Induktionsspule
6 zugeordneten, im Beispiel kreisrunden Heizzone 3
wird im Inneren der Kochmulde durch einen die Induk-
tionsspule mit Radialabstand umgebenden, bis an die
Unterseite 5 der Glaskeramikplatte 2 heranreichenden
Ring 10 definiert, der aus einem die elektromagnetische
Strahlung der Spule 2 abschirmenden, elektrisch leitfa-
higem Material, beispielsweise Aluminium bestehen
kann. Auf der ebenen Oberseite 11 der ca. ein Zentime-
ter dicken, planparallelen Kochplatte 2 kann die auRere
Begrenzung der runden Heizzone 3 durch einen nicht
naher dargestellten Ring aus aufgedruckter Dekorfarbe
markiert sein, um flr einen Benutzer eine lagerichtige,
mdglichst zentrische Aufstellung von KochgefalRen zu
ermoglichen. Im Falle von Kochplatten 2 aus einem fiir
Licht im sichtbaren Spektrum transparenten Material
kann die Berandung der Kochzone durch den in diesem
Falle von oben sichtbaren Ring 10 erkennbar sein.
[0020] Im Inneren der Heizzone 3 sind auf der Koch-
plattenoberseite 11 drei flache, kreisrunde Farbschicht-
bereiche 15, 16, 17 aufgebracht, deren Durchmesser je-
weils einen Bruchteil, beispielsweise etwa ein Zehntel
des Durchmessers der Kochzone betragt. Die Farb-
schichtkreise kdnnen beispielsweise in Diinnschicht-
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oder Dickschichttechnik z.B. durch Aufdrucken aufge-
bracht sein und haben typische Dicken im Bereich von
ca. 0,1 mm, so daB die weitgehend ebenen Oberseiten
18, 19, 20 der Farbkreise gegeniiber der Plattenober-
seite 11 gleichmaRig erhaben sind. Mit ihren Untersei-
ten 21, 22, 23 haften die Farbschichten fest auf der Plat-
tenoberseite 11. Die Zentren der Farbkreise 15, 16, 17
liegen mit gleichmaRigem Abstand zueinander auf ei-
nem Kreis, dessen Durchmesser etwa 10% bis 30%
kleiner sein kann als der Kochzonendurchmesser. Da-
durch bilden die erhabenen Farbschichten eine Drei-
ecksanordnung, auf die ein in seiner GroRe an die Gro-
Re der Kochzone 3 angepaltes Kochgefal 25 kippsi-
cher und wackelfrei aufstellbar ist. Wird das Kochgefay
25 mehr oder weniger zentrisch im Bereich der Kochzo-
ne aufgestellt, so beriihrt der weitgehend ebene oder
leicht kalottenférmig gekrimmte Kochgefaflboden 26
die Oberseiten 18, 19, 20 der Farbpunkte 15, 16, 17 je-
weils Uber im wesentlichen die gesamte Flache, so dal
unter dem Gewicht des KochgefaRes und des darin be-
findlichen Kochgutes ein flachiger Anpre3kontakt zwi-
schen den Farbschichtelementen 15, 16, 17 und der
Kochgefalunterseite 26 sichergestellt ist.

[0021] Die auf kostenglinstige Weise zuverlassig haf-
tend anbringbaren Farbschichtkreise 15, 16, 17 bilden
MeRelemente einer Temperaturerfassungsvorrichtung,
die es gestattet, die Temperatur des Kochgefalles, ins-
besondere des Kochgefaflbodens 26, auf kostengunsti-
ge Weise zuverlassig und genau zu bestimmen. Hierzu
ist mindestens eines der MeRelemente 15, 16, 17 in Be-
zug auf den unterhalb der Platte 2 befindlichen Infrarot-
sensor 8 so angeordnet, dal} die in Kontakt mit der Plat-
tenoberseite 11 stehende Unterseite des MeRelemen-
tes in Sichtverbindung mit dem Infrarotsensor 8 steht.
Alternativ zu der skizzierten direkten Sichtverbindung
kann eine warmestrahlungsleitende Verbindung zwi-
schen Infrarotsensor und MefRelementunterseite auch
mit Hilfe eines oder mehrerer fiir die Reflexion von In-
frarotstrahlung geeigneter Spiegel und/oder mit Hilfe
warmestrahlungsleitender Lichtleitfasern geschaffen
werden.

[0022] Wird nun ein Topf o. dgl. auf die MeRelemente
15, 16, 17 aufgestellt und durch Einschalten der Induk-
tionsheizung erwadrmt, so werden aufgrund der zweck-
mafig hohen Warmeleitfahigkeit und geringen Warme-
kapazitat der MefRelemente und aufgrund des grof3fla-
chigen Anprel3kontaktes zwischen Topfunterseite und
MefRelementen die Unterseiten der MeRelemente mit
nur geringer Zeitverzégerung weitgehend die Tempera-
tur annehmen, die der in Kontakt mit dem jeweiligen
Mefelement stehende Bereich des Topfbodens hat. Ein
besonderer Vorteil der Erfindung liegt nun darin, dafl3
diese weitgehend der Topfbodentemperatur entspre-
chende Temperatur an einer bzgl. ihrer Emissionseigen-
schaften genau definierten Referenzflache vorliegt,
namlich an der in Kontakt mit der Kochplattenoberseite
stehenden Mellelementunterseite 21, 22, 23. Dadurch
ist es moglich, mit Hilfe des Infrarotsensors 8 durch die
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infrarottransparente Platte 2 hindurch von unten eine
sehr genaue Temperaturmessung durchzufiihren, da
sich Unterschiede bei der Abstrahlungsféhigkeit ver-
schiedener KochgefaRbdden bei dieser Art der Tempe-
raturmessung nicht oder nur in vernachlassigbarer Wei-
se auswirken. Das Melfergebnis dieses Temperatur-
meRverfahrens ist daher weitgehend unabhangig von
der Emissionsfahigkeit des Topfbodens, so dal} Koch-
gefalie beliebiger Oberflachenbeschaffenheit ohne Be-
eintrachtigung der Temperaturmessung verwendet wer-
den konnen, solange die Topfbodenform einen hinrei-
chend grof¥flachigen Berlihrungskontakt zu dem fiir die
Messung verwendeten MeRelement erlaubt. Dieser Be-
rihrungskontakt ist zweckmafRig um sicherzustellen,
dafl das MeRelement durch Warmeleitung sich schnell
an die Topfbodentemperatur angleicht.

[0023] Da es die Erfindung erméglicht, die Topfbo-
dentemperatur oder die Bodentemperatur anderer
Kochgefale zeitnah und relativ genau zu bestimmen,
eignet sich eine erfindungsgemale Temperaturerfas-
sung besonders gut fir automatische, sensorunter-
stiitzte Kochsysteme, bei denen die Heizleistung der je-
weils den Kochzonen zugeordneten Heizeinrichtungen
in Abhangigkeit von der Kochgut- bzw. Kochgefalitem-
peratur steuerbar ist. Jedoch kann die erfal’te Tempe-
ratur auch lediglich zur Anzeige gebracht werden, um
einem Bediener ein das Kochgut schonendes und ef-
fektives Kochen, Braten, Fritieren o. dgl. zu ermdégli-
chen.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Erfassung der Temperatur eines
Kochgefales, das auf einer Kochplatte, insbeson-
dere einer Glaskeramikplatte, eines Warmegerates
im Bereich einer Heizzone aufgestellt ist, dadurch
gekennzeichnet, daB im Bereich der Heizzone (3)
auf der Oberseite (11) der Kochplatte (2) minde-
stens ein flaches MefRRelement (15, 16, 17) angeord-
net ist, das eine zum Beriihrungskontakt mit einem
Boden (26) des KochgefaRes (25) vorgesehene
Oberseite (18, 19, 20) hat, und daf3 eine Einrichtung
(8) zur Bestimmung der Temperatur des Melele-
mentes vorgesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB unterhalb der Kochplatte (2) minde-
stens ein Sensor, insbesondere ein Infrarotsensor
(8), zur Erfassung der Temperatur des MelRelemen-
tes (15, 16, 17) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB mindestens ein MeRelement
(15, 16, 17) durch eine auf die Oberseite (11) der
Kochplatte (2) selbsthaftend aufgebrachte Materi-
alschicht gebildet ist, insbesondere durch eine auf-
gedruckte Farbschicht.
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, daB minde-
stens ein MeRelement durch ein gesondertes, auf
der Oberseite (11) der Kochplatte befestigtes din-
nes Materialstlick, insbesondere eine Metallfolie,
gebildet ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ober-
seite (18, 19, 20) des MeRelementes (15, 16, 17)
die Oberseite (11) der Kochplatte geringfligig Uber-
ragt, vorzugsweise um weniger als 0,2 mm, insbe-
sondere um zwischen 0,05 mm und 0,15 mm.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB im Be-
reich der Kochzone (3) mehrere Mefielemente (15,
16, 17) vorgesehen sind, insbesondere drei in Drei-
ecksanordnung angeordnete MelRRelemente.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, daB minde-
stens ein MeRelement (15, 16, 17) exzentrisch zu
einem Zentrum der Kochzone (3) angeordnet ist
und/oder daBl kein MeRelement im Zentrum der
Kochzone angeordnet ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, daB das
MefRelement (15, 16, 17) im wesentlichen aus ei-
nem gut warmeleitenden Material geringer Warme-
kapazitat besteht.

Elektrowarmegerat mit einer Kochplatte, insbeson-
dere einer Glaskeramikplatte, auf der mindestens
eine mittels einer unterhalb der Kochplatte ange-
ordneten Heizeinrichtung beheizbare Heizzone de-
finiert ist, sowie mit einer Vorrichtung zur Erfassung
der Temperatur eines auf der Heizzone aufgestell-
ten KochgefaRes, dadurch gekennzeichnet, dafl
die Vorrichtung zur Erfassung der Temperatur des
Kochgefales (25) gemal einem der Anspriiche 1
bis 8 ausgebildet ist.

Verfahren zur Erfassung der Temperatur eines
Kochgefales, das auf einer Kochplatte, insbeson-
dere einer Glaskeramikplatte, eines vorzugsweise
elektrischen Warmegerates im Bereich einer Heiz-
zone aufgestellt ist, gekennzeichnet durch folgen-
de Schritte:

- Bereitstellung mindestens eines flachen
MefRelementes (15, 16, 17) mit einer zum Be-
rihrungskontakt mit einem Boden (26) des
KochgefaRes (25) vorgesehenen Oberseite
(18, 19, 20) im Bereich der Kochzone (3);

- Aufstellung eines Kochgeféalies (25) im Bereich
der Kochzone derart, dal® eine Bodenflache
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des Kochgefalles im Berihrungskontakt mit
der Oberseite des Mel3elementes tritt;

- Bestimmung der Temperatur des MelRelemen-
tes.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Bestimmung der Temperatur des
MeRelementes (15, 16, 17) von unten durch die
Kochplatte hindurch erfolgt, wobei vorzugsweise
die von der Unterseite (21, 22, 23) des MelRelemen-
tes durch die Kochplatte abgestrahlte Warmestrah-
lung erfal3t wird.



EP 1217 873 A2




	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

